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１．概要（Summary） 
 近年、エレクトロニクスデバイスにおける素子サイ

ズの微細化や動作周波数の高速化の限界が顕在化し

ており、新規な次世代デバイスの開発の必要性が高ま

っている。その候補の一つが伝搬型表面プラズモン

（Surface Plasmon Polariton：SPP）を用いたプラズ

モニックデバイスである。SPPとは金属-誘電体の単一

界面に局在し界面に沿って伝搬するプラズマ波であ

るが、金属層の厚みが数 10nm 以下でありかつ上下を

等しい誘電率の誘電体で挟んだ場合には、金属薄膜両

面の SPPの相互作用により異なった対称性を持つ 2つ

のモードに分裂する。とくに、上下方向に対して対称

な電場分布を持つモードは長距離伝搬型表面プラズ

モン（Long Range SPP：LRSPP）と呼ばれ、単一界面

の SPPに比べて数 10～100倍の伝搬距離を有すること

が知られている。 

 本研究ではこの LRSPP に注目し、LRSPP モードを担

持する導波路を作製し、伝搬の様子をフェムト秒時間

分解顕微鏡法により可視化することを目的とする。 

 
２．実験（Experimental） 
 本研究では、Au 薄膜に有限の幅を持たせた導波路構

造(金属ストリップ構造)を作製する。誘電体には、UV 硬

化型エポキシ樹脂(屈折率 1.451)を用いる。作製手順は以

下の通りである。まず、Si 基板上にエポキシ樹脂を 2

スピンコートし、UV 硬化する。次に、その上面に Au
を 20nm スパッタ蒸着し、さらにドライエッチング装置

を用いて幅 20 の導波路を作成する。その後、同様の

樹脂を再度スピンコートし、最後に、集束イオンビーム

装置を用いて導波路端にカプラーを作製する。本申請課

題では、スパッタリング装置（芝浦メカトロニクス社製

CFS-4EP-LL）を Au 薄膜の成膜に利用する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Si 基板にエポキシ樹脂をスピンコートした上に、スパッタ

リング装置により膜厚 20nm の Au 薄膜を蒸着した試料の

写真を Fig.1 に示す。試料の全域に、均一な Au 蒸着が成

されている。スパッタ装置への基板の設置は、装置の回転

試料台に基板をテープ止めすることで行った。このため基

板の端に一部 Au が蒸着されていない部分が残っている

が、試料全体のごく一部であり問題にはならない。スパッタ

リング装置は高度に自動化されており、基板を設置してか

ら成膜が完了するまで自動制御のもと 20 分弱で完了した。

本研究の目的である、表面プラズモン導波路の製作の目

的に十分利用できるものと判断される。 

 

 
Fig.1 Photograph of the sample covered with an Au 
film by sputtering on the Si board with resin. 
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